Preparacion de bordes

Una soldadura a tope se efectiia en la seccion transversal de las chapas que estan en contacto en un
tope o uni6n en T. Los bordes de la chapa suelen tener que prepararse antes de la soldadura. En algunos
casos, si el espesor de la chapa es inferior a 5 mm, puede prescindirse de la preparacion del borde.

La preparacion da la junta es muy importante para el soldeo. Segin la escuela alemana, es casi el

50% del trabajo de soldeo, pues si el soldador es
suficientemente habil, el soldeo serd sumamente
facil cuando la junta estd correctamente
preparada.

El chaflan es el angulo entre dos planos
inclinados formados por los biseles de ambas
chapas en la union, deberia ser de 60 a 70°.

La separacion entre ambas chapas,
dependiendo del espesor de las mismas, puede ser
nula (cero) en chapas de 1mm, como de hasta
3mm en chapas de espesores mayores a 10mm.
Normalmente para una chapa de 1omm suele
emplearse una separacion de 2,5mm.

El talon es la altura del borde de la chapa,
debe ser lo suficientemente resistente para que el
calor del arco logre fundirlo sin perforarlo al
ejecutar la pasada de raiz. Depende del proceso de
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soldeo y en el caso de electrodos revestidos, depende del tipo de electrodo a emplear. En chapas de 10 mm
suele emplearse un taléon de 2 a 2,5mm para el soldeo con electrodos bésicos, sin embargo, para el soldeo
con electrodos celulosicos se emplea un talén de 3 mm dada la alta penetracion que se obtiene con este tipo
de electrodo. El soldeo de la pasada de raiz es posible con electrodos bésicos de 3,25 mm en chapas de 10
mm, en chapas de espesores menores, es preferible soldar con electrodos de 2,5 mm dado el peligro de
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perforacion por la concentracion del calor. El
soldeo de la pasada de raiz es lo mas dificil, pues
exige la maxima concentracion del soldador, un
movimiento uniforme y un angulo del electrodo
que deberd mantenerse constante durante el
soldeo.

En el soldeo TIG, el talon es minimo,
menor a 1mm, o si el soldador lo realiza
adecuadamente, puede emplear un talén de 1,5 a
2mm para soldar con mayor intensidad.

Para el soldeo con electrodos revestidos es
normal emplear un bisel de 30°, lo cual resulta en
chaflanes de 60°. Si se puede soldar por ambos
lados, es necesario realizar un bisel en "X" o
también llamado "doble V". Con ello se asegura la
penetracion de la soldadura en todo el espesor de
la chapa. Para verificar si el método empleado es
aceptable, no hay nada mejor que realizar una

prueba en cupones de 25 a 3omm, los cuales se deben cortar para realizar ensayos de fractura o ensayos
macroscopicos (macrografias) a fin de constatar si la penetracion es adecuada con los requisitos
establecidos por el cliente. Esto se realiza con suma facilidad en todo taller de soldadura, no es necesario

acudir a los laboratorios.



Preparacion de juntas: principales parametros pasada de raiz
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